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(54)【発明の名称】 有機ＥＬ表示装置

(57)【要約】
【課題】  小型化を可能にし、かつ外部の制御装置との
接続工数を低減できる有機ＥＬ表示装置を提供する。
【解決手段】  有機ＥＬ表示装置11は、基板12と、カラ
ーフィルタ13と、有機ＥＬ素子14と、有機ＥＬ素子14を
覆うカバー15とを備えている。有機ＥＬ素子14は、デー
タ電極16、有機ＥＬ層17及び走査電極18で構成されてい
る。カバー15の内側に、第１データ電極ドライバ20、第
２データ電極ドライバ及び走査電極ドライバが配設さ
れ、各ドライバはカバー15の内面に形成された配線を介
して、データ電極16、走査電極18及び接続パッド端子23
等に接続されている。各接続パッド端子23等は、カバー
15の一辺と対応する位置に配置されている。カバー15は
ＡＣＦ34を介して基板12に固定されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板上に有機ＥＬ層を挟む状態で第１電
極及び第２電極が積層されて有機ＥＬ素子が形成され、
前記有機ＥＬ素子がカバーで封止された有機ＥＬ表示装
置であって、
前記カバーの外面又は内面に、前記有機ＥＬ素子を駆動
するための複数の駆動用回路素子を設け、一端が前記各
駆動用回路素子に接続された配線の他端を前記カバーの
一辺と対応する位置に配置した有機ＥＬ表示装置。
【請求項２】  前記配線の他端は、該配線の他端と対応
して前記基板上に前記カバーの外縁と直交するように形
成された接続パッド端子と平行に形成されている請求項
１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項３】  前記有機ＥＬ素子は、パッシブ駆動方式
で駆動されるとともに、前記有機ＥＬ素子からなる表示
部がデータ電極の延在方向に複数に分割されている請求
項１又は請求項２に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項４】  前記カバーは透明の材質で形成され、該
カバーの前記基板に接合される周縁部と、前記基板の前
記周縁部に対向する位置とに、位置合わせ用のマークが
設けられている請求項１～請求項３のいずれか一項に記
載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項５】  前記各駆動用回路素子は前記カバーの内
面に配設されている請求項１～請求項４のいずれか一項
に記載の有機ＥＬ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、基板上に有機ＥＬ
層を挟む状態で第１電極及び第２電極が積層されて有機
ＥＬ素子が形成され、前記有機ＥＬ素子がカバーで封止
された有機ＥＬ表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、有機エレクトロルミネッセンス
（以下、単に有機ＥＬという）表示装置では、基板上に
形成された有機ＥＬ素子からなる画像表示部を駆動する
駆動用ＩＣ（駆動用回路素子）を基板に実装している。
駆動用ＩＣは、異方性導電シート（ＡＣＦ：anisotropi
c conductive film ）を使用したＣＯＧ（Chip On Glas
s）法やＦＯＧ（Film On Glass ）法により基板に実装
されている。
【０００３】有機ＥＬ素子は、第１電極（陽極）と第２
電極（陰極）との間に有機ＥＬ層が形成されている。有
機ＥＬ材料は酸素、水分との反応性が高いため、外気か
ら遮断された状態で使用しないと、大気中の酸素や水分
により化学劣化が生じ、ダークスポット、ダークエリア
と呼ばれる発光しない領域が拡がるという問題がある。
そこで、有機ＥＬ層を外気から遮断するため、ステンレ
ス製やガラス製のカバーを接着剤を介して基板に設ける
とともに、カバー内に吸着剤を収容して封止する構成の
ものがある。
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【０００４】有機ＥＬ表示装置は、自発光の有機ＥＬ素
子を使用し、軽量、薄型で多くのメリットがあり、その
利点を生かして小型パネルや携帯機器への応用が図られ
ている。しかし、有機ＥＬ素子を駆動する駆動回路を、
有機ＥＬ素子のカバーの外側において基板に実装する
と、表示装置として小型化が難しくなる。この不都合を
解消する有機ＥＬ素子モジュールが、特開２０００－４
０５８５号公報に提案されている。このモジュールは、
基板上に形成された有機ＥＬ構造体（有機ＥＬ素子）を
封止するため、内部封止体と外部封止体を設け、内部封
止体、外部封止体及びこれらの間にある基板上のいずれ
かに、有機ＥＬ構造体を制御・駆動する回路が形成され
ている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】前記特開２０００－４
０５８５号公報に開示された有機ＥＬ素子モジュールで
は、有機ＥＬ構造体を制御・駆動する回路が外部封止体
の投影面内に配置されるため、外部封止体の投影面の外
側において基板上に実装する場合に比較して有機ＥＬ素
子モジュールの小型化を図ることができる。しかし、有
機ＥＬ素子を駆動する場合、Ｘ方向及びＹ方向に関して
それぞれ電極への電力供給を制御する駆動回路が必要と
なり、それらの各駆動回路と外部の制御装置との接続に
関しては特に配慮がなされていない。単純にＸ方向に関
する駆動回路への入力部と、Ｙ方向に関する駆動回路へ
の入力部とを外部封止体のそれぞれ対応する辺に設ける
と、前記制御装置との接続工数が増え、配線も複雑にな
る。
【０００６】本発明は、前記従来の問題に鑑みてなされ
たものであって、その目的は小型化を可能にし、かつ外
部の制御装置との接続工数を低減できる有機ＥＬ表示装
置を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するた
め、請求項１に記載の発明は、基板上に有機ＥＬ層を挟
む状態で第１電極及び第２電極が積層されて有機ＥＬ素
子が形成され、前記有機ＥＬ素子がカバーで封止された
有機ＥＬ表示装置である。そして、前記カバーの外面又
は内面に、前記有機ＥＬ素子を駆動するための複数の駆
動用回路素子を設け、一端が前記各駆動用回路素子に接
続された配線の他端を前記カバーの一辺と対応する位置
に配置した。
【０００８】この発明では、駆動用回路素子が有機ＥＬ
素子のカバーの外面又は内面に設けられているため、駆
動用回路素子をカバー外の基板上に実装した場合に比較
して有機ＥＬ表示装置を小型化できる。また、各駆動用
回路素子に接続された配線の他端がカバーの一辺と対応
する位置に配置されているため、外部の制御装置との接
続工数を低減できる。
【０００９】請求項２に記載の発明では、請求項１に記
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載の発明において、前記配線の他端は、該配線の他端と
対応して前記基板上に前記カバーの外縁と直交するよう
に形成された接続パッド端子と平行に形成されている。
カバーに設けられた駆動用回路素子に一端が接続された
配線を直線的にカバーの外縁まで配置すると、外縁と直
交せずに斜状となる。配線の端部が、外縁と直交するよ
うに形成された接続パッド端子と平行でない場合は、そ
の端部同士を精度良く接合するのが難しい。しかし、配
線の端部が、前記接続パッド端子と平行であれば、カバ
ーの接続パッド端子の長手方向への多少の位置ずれが許
容される。
【００１０】請求項３に記載の発明では、請求項１又は
請求項２に記載の発明において、前記有機ＥＬ素子は、
パッシブ駆動方式で駆動されるとともに、前記有機ＥＬ
素子からなる表示部がデータ電極の延在方向に複数に分
割されている。この発明では、有機ＥＬ素子からなる表
示部が分割されることにより、駆動用回路素子の数が増
えても、外部の制御装置との接続工数を駆動用回路素子
が少ない場合とほぼ同じにできる。
【００１１】請求項４に記載の発明では、請求項１～請
求項３のいずれか一項に記載の発明において、前記カバ
ーは透明の材質で形成され、該カバーの前記基板に接合
される周縁部と、前記基板の前記周縁部に対向する位置
とに、位置合わせ用のマークが設けられている。
【００１２】この発明では、カバーが透明で、カバーの
基板に接合される周縁部に形成された位置合わせ用のマ
ークと、基板の周縁部に形成された位置合わせ用のマー
クとを使用することにより、カバーを基板の所定位置に
接着するのが容易になる。
【００１３】請求項５に記載の発明では、請求項１～請
求項４のいずれか一項に記載の発明において、前記各駆
動用回路素子は前記カバーの内面に配設されている。こ
の発明では、各駆動用回路素子がカバーの内面に配設さ
れているため、各駆動用回路素子がカバーの外側に配設
された構成と異なり、各駆動用回路素子の保護部材を設
ける必要がない。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下、本発明をパッシブマトリッ
クス駆動方式の有機ＥＬ表示装置に具体化した一実施の
形態を図１～図５に従って説明する。図１は有機ＥＬ表
示装置を走査電極と平行な平面で切断した状態の模式断
面図である。この実施の形態では、図１における上側を
有機ＥＬ表示装置の上側とする。
【００１５】図１に示すように、有機ＥＬ表示装置１１
は、基板１２と、基板１２上に形成されたカラーフィル
タ１３と、カラーフィルタ１３の上に形成された有機Ｅ
Ｌ素子１４と、有機ＥＬ素子１４のカラーフィルタ１３
と対向する面を除いた部分を覆うカバー１５とを備えて
いる。この実施の形態では基板１２はガラス製で、有機
ＥＬ素子１４からの発光の取り出し方向が基板１２側に
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なっている。なお、以下の説明において、カラーフィル
タ１３を含めて基板１２と言う場合もある。カバー１５
と基板１２とで囲繞される空間内には窒素ガス等の不活
性なガスが封入されている。また、前記空間内には吸湿
剤（図示せず）が収容されている。
【００１６】有機ＥＬ素子１４は、第１電極としてのデ
ータ電極１６、有機ＥＬ層１７、第２電極としての走査
電極１８で構成されている。この実施の形態ではデータ
電極１６が陽極を、走査電極１８が陰極を構成してい
る。データ電極１６はカラーフィルタ１３の表面に複
数、平行なストライプ状に形成され、図１において、紙
面に対して垂直方向に延びるように形成されている。デ
ータ電極１６は透明に形成され、この実施の形態ではＩ
ＴＯ（インジウム錫酸化物）で形成されている。
【００１７】有機ＥＬ層１７は図示しない絶縁性の隔壁
により隔てられた状態でデータ電極１６と直交する方向
に延びる複数の平行なストライプ状に形成されている。
走査電極１８はストライプ状に形成された有機ＥＬ層１
７の上に積層され、データ電極１６と直交する状態に形
成されている。有機ＥＬ素子１４を構成する画素は、デ
ータ電極１６及び走査電極１８の交差部分において基板
１２上（カラーフィルタ１３上）にマトリックス状に配
置されている。走査電極１８は金属、例えばアルミニウ
ムで形成されている。
【００１８】有機ＥＬ層１７には例えば公知の構成のも
のが使用され、データ電極１６側から順に、正孔注入
層、発光層及び電子注入層の３層で構成されている。有
機ＥＬ層１７は白色発光層で構成されている。
【００１９】図２はカバー１５を取り外した状態の模式
平面図、図３はカバー１５を取り付けた状態の模式平面
図である。有機ＥＬ素子１４で構成される表示部１９
は、データ電極１６の延在方向に複数に分割されてい
る。この実施の形態では、図２において左側の第１分割
表示部１９Ａと右側の第２分割表示部１９Ｂとに２分割
された状態で構成されている。図２に示すように、表示
部１９の１つのデータラインを構成するデータ電極１６
は、各分割表示部１９Ａ，１９Ｂに対応してそれぞれ独
立して配置されている。また、走査電極１８は、第１分
割表示部１９Ａに対応する左側の群と、第２分割表示部
１９Ｂに対応する右側の群とに分けられている。なお、
図１及び図２においては、理解を容易とするため、デー
タ電極１６及び走査電極１８の数は実際よりも大幅に少
なく描かれており、データ電極１６は図１と図２とで異
なった数に描かれている。
【００２０】図３に示すように、有機ＥＬ素子１４を駆
動する駆動用回路素子、即ちデータ電極１６及び走査電
極１８を駆動する駆動用回路素子は、カバー１５の内面
に配設されている。第１分割表示部１９Ａと対応する位
置には、データ電極１６を駆動する駆動用回路素子とし
ての第１データ電極ドライバ２０が２個、第２分割表示
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部１９Ｂと対応する位置には、データ電極１６を駆動す
る駆動用回路素子としての第２データ電極ドライバ２１
が２個、それぞれ設けられている。
【００２１】第１分割表示部１９Ａ及び第２分割表示部
１９Ｂの境界と対応する位置には、走査電極１８を駆動
する駆動用回路素子としての走査電極ドライバ２２が１
個、設けられている。走査電極ドライバ２２は、第１分
割表示部１９Ａの走査電極１８を駆動するドライバと、
第２分割表示部１９Ｂの走査電極１８を駆動するドライ
バとが１個の走査電極ドライバＩＣとして１チップ化さ
れている。
【００２２】図１に示すように、カバー１５に形成され
た凹部１５ａはその周縁が斜状に形成されており、第１
データ電極ドライバ２０、第２データ電極ドライバ２１
及び走査電極ドライバ２２は、凹部１５ａの中央寄りの
平坦な部分に実装されている。ガラス製のカバー１５に
凹部１５ａを形成する方法としては、平板状のガラス板
の所定箇所をサンドブラストやエッチングで削る方法が
ある。サンドブラストだけでは表面が粗い場合は、サン
ドブラスト後の面をエッチングしたり、加熱溶融させて
滑らかにする。
【００２３】図２及び図３に示すように、基板１２上に
は、第１分割表示部１９Ａ及び第２分割表示部１９Ｂの
近傍で、カバー１５の一辺と対応する位置に、接続パッ
ド端子２３～２７が形成されている。接続パッド端子２
３～２７は、有機ＥＬ表示装置１１と、制御装置として
の表示コントローラ２８（図５に図示）とを電気的に接
続するためのものである。接続パッド端子２３～２７
は、カバー１５の外縁と直交するように形成されてい
る。
【００２４】図３に示すように、第１及び第２データ電
極ドライバ２０，２１及び走査電極ドライバ２２は、カ
バー１５の内面に形成された配線２９ａ～３３ａと、配
線２９ｂ～３３ｂとに接続されるように実装されてい
る。配線２９ａ～３３ａ及び配線２９ｂ～３３ｂはＩＴ
Ｏパターンで形成されている。接続パッド端子２３～２
７に接続される各配線２９ａ～３３ａの他端は、接続パ
ッド端子２３～２７と平行に形成されている。第１及び
第２データ電極ドライバ２０，２１及び走査電極ドライ
バ２２は、図示しないＡＣＦ（異方性導電シート）を使
用したＣＯＧ法により実装されている。なお、図３で
は、各配線２９ａ～３３ａ，２９ｂ～３３ｂ及び接続パ
ッド端子２３～２７はそれぞれ１つのものとして描かれ
ているが、実際は複数本で構成されている。また、図１
においては、カバー１５の内面に形成された配線２９ａ
等の図示を省略している。
【００２５】配線２９ａ，３０ａは、それぞれ一端が第
１データ電極ドライバ２０に接続され、他端が接続パッ
ド端子２３，２４に接続されている。配線２９ｂ，３０
ｂは、それぞれ一端が第１データ電極ドライバ２０に接
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続され、他端が第１分割表示部１９Ａのデータ電極１６
の端部に接続されている。配線３１ａ、３２ａは、それ
ぞれ一端が第２データ電極ドライバ２１に接続され、他
端が接続パッド端子２５，２６に接続されている。配線
３１ｂ、３２ｂは、それぞれ一端が第２データ電極ドラ
イバ２１に接続され、他端が第２分割表示部１９Ｂのデ
ータ電極１６の端部に接続されている。配線３３ａは、
一端が走査電極ドライバ２２に接続され、他端が接続パ
ッド端子２７に接続されている。配線３３ｂは、一端が
走査電極ドライバ２２に接続され、他端が走査電極１８
の端部に接続されている。
【００２６】カバー１５は、その周縁部１５ｂと基板１
２との間にＡＣＦ３４（異方性導電シート）を介在させ
た状態で基板１２に接着され、有機ＥＬ素子１４はカバ
ー１５により外気から遮断され状態で封止されている。
この実施の形態ではＡＣＦとして、熱硬化性樹脂中に導
電粒子３４ａ（図４（ａ），（ｂ）に図示）が分散状態
で存在するものが使用される。そして、ＡＣＦ３４は熱
硬化性樹脂がＢステージ（半硬化）の状態で貼付され、
加熱加圧により樹脂がいったん軟化して接着硬化され
る。
【００２７】カバー１５は透明の材質（この実施の形態
ではガラス）で形成され、カバー１５の基板１２に接合
される周縁部１５ｂと、基板１２の前記周縁部１５ｂに
対向する位置とに、位置合わせ用のマーク３５，３６が
設けられている。
【００２８】図４（ａ）は、基板１２上に貼付されたＡ
ＣＦ３４と、接続パッド端子２３及びカバー１５の配線
２９ａとの関係を示す模式図、図４（ｂ）は、接続パッ
ド端子２３と配線２９ａとが接続された状態を示す模式
図である。
【００２９】カバー１５を基板１２に取り付ける際は、
先ず熱硬化性樹脂がＢステージ状のＡＣＦ３４を基板１
２の所定部分、即ちカバー１５の周縁部１５ｂを貼付す
る部分に貼付する。周縁部１５ｂを貼付する部分は、図
２において基板１２の上辺及び左右の２辺の鎖線で示し
た部分の外側と、接続パッド端子２３～２７に鎖線で示
した部分を含む位置となる。
【００３０】次にカバー１５を位置合わせ用のマーク３
５，３６が重なる状態となるように基板１２上のＡＣＦ
３４上に配置し、周縁部１５ｂの配線２９ａ～３３ａ，
２９ｂ～３３ｂと対応する箇所を所定の力で加熱加圧す
る。この加熱加圧によりＡＣＦ３４は、配線２９ａ～３
３ａ及び接続パッド端子２３～２７で挟まれている箇所
と、データ電極１６及び走査電極１８の端部と配線２９
ｂ～３３ｂとで挟まれている箇所とが潰される。そし
て、図４（ｂ）に示すようにＡＣＦ３４を構成している
導電粒子３４ａ同士が互いに接触する状態となる。即
ち、カバー１５は各配線２９ａ～３３ａ，２９ｂ～３３
ｂが、基板１２側の対応するデータ電極１６、走査電極
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１８あるいは接続パッド端子２３～２７と電気的に接続
された状態で有機ＥＬ素子１４を外気と遮断した状態で
封止する状態となる。カバー１５の取り付け作業は窒素
ガス雰囲気中で行われるため、カバー１５内には窒素ガ
スが封入された状態となる。
【００３１】図５に示すように、有機ＥＬ表示装置１１
は、接続パッド端子２３～２７にＡＣＦを使用したＦＯ
Ｇ法により接続されたＦＰＣ（フレキシブルプリント基
板）３７を介して、表示コントローラ２８に接続され
る。
【００３２】次に前記のように構成された有機ＥＬ表示
装置１１の作用を説明する。表示コントローラ２８の電
源が投入され、表示部１９の表示画面に画像を表示させ
る際、データ電極１６は第１及び第２データ電極ドライ
バ２０，２１により駆動され、走査電極１８は走査電極
ドライバ２２により駆動される。そして、走査電極ドラ
イバ２２が表示コントローラ２８からの指令に基づいて
動作されることで、第１分割表示部１９Ａの走査電極１
８群と、第２分割表示部１９Ｂの走査電極１８群とが、
例えば１走査電極１８ずつ同時かつ順次に選択されて駆
動される。
【００３３】また、各データ電極ドライバ２０，２１が
表示コントローラ２８からの指令に基づいて動作される
ことで、第１及び第２分割表示部１９Ａ，１９Ｂの少な
くとも一方のデータ電極１６が駆動される。従って、走
査電極ドライバ２２によって駆動される走査電極１８
と、各データ電極ドライバ２０，２１によって駆動され
るデータ電極１６との交差部分に位置する有機ＥＬ素子
１４が発光し、基板１２側へ光が取り出される。その結
果、表示コントローラ２８が指令する画面表示データに
応じた画素の表示が、各分割表示部１９Ａ，１９Ｂにお
いてなされる。
【００３４】この実施の形態では以下の効果を有する。
（１）  有機ＥＬ素子１４を封止する状態で基板１２に
取り付けられたカバー１５の内面に、有機ＥＬ素子１４
を駆動するための複数の駆動用回路素子（第１及び第２
データ電極ドライバ２０，２１、走査電極ドライバ２
２）を設けた。そして、一端が前記各駆動用回路素子に
接続された配線２９ａ～３３ａの他端をカバー１５の一
辺と対応する位置に配置した。従って、第１及び第２デ
ータ電極ドライバ２０，２１、走査電極ドライバ２２を
カバー１５外の基板１２上に実装した場合に比較して有
機ＥＬ表示装置１１を小型化できるとともに、外部の制
御装置（表示コントローラ２８）との接続工数を低減で
きる。
【００３５】（２）  配線２９ａ～３３ａの他端は、該
配線２９ａ～３３ａの他端と対応して基板１２上にカバ
ー１５の外縁と直交するように形成された接続パッド端
子２３～２７と平行に形成されている。配線２９ａ～３
３ａの端部が、接続パッド端子２３～２７と平行でない
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場合は、その端部同士を精度良く接合するのが難しい。
しかし、配線２９ａ～３３ａの端部が、接続パッド端子
２３～２７と平行であるため、カバー１５の接続パッド
端子２３～２７の長手方向への多少の位置ずれが許容さ
れる。
【００３６】（３）  有機ＥＬ素子１４は、パッシブ駆
動方式で駆動されるとともに、有機ＥＬ素子１４からな
る表示部１９がデータ電極１６の延在方向に複数に分割
されている。有機ＥＬ素子１４からなる表示部１９が分
割されることにより、データ電極１６を駆動するための
駆動用回路素子（第１及び第２データ電極ドライバ２
０，２１）の数が増える。しかし、第１及び第２データ
電極ドライバ２０，２１に接続された各配線２９ａ～３
２ａの端部は、カバー１５の一辺と対応する位置に配置
された２３～２６接続パッド端子に接続されるため、外
部の制御装置との接続工数を駆動用回路素子が少ない場
合とほぼ同じにできる。
【００３７】（４）  カバー１５は透明の材質で形成さ
れ、カバー１５の基板１２に接合される周縁部１５ｂ
と、基板１２の前記周縁部１５ｂと対向する位置とに、
位置合わせ用のマーク３５，３６が設けられている。従
って、カバー１５を基板１２に取り付ける際、マーク３
５，３６を使用して両者の位置合わせを行うことより、
カバー１５を基板１２の所定位置に接着するのが容易に
なる。
【００３８】（５）  各駆動用回路素子（第１及び第２
データ電極ドライバ２０，２１、走査電極ドライバ２
２）がカバー１５の内面に配設されている。従って、各
駆動用回路素子がカバー１５の外側に配設された構成と
異なり、各駆動用回路素子の保護部材を設ける必要がな
い。
【００３９】（６）  各駆動用回路素子（第１及び第２
データ電極ドライバ２０，２１、走査電極ドライバ２
２）を収容するためカバー１５に設けられた凹部１５ａ
の周縁が斜状に形成されている。従って、凹部１５ａの
周縁が各駆動用回路素子が配設される面と直角に形成さ
れた場合に比較して、カバー１５に配線２９ａ～３３
ａ，２９ｂ～３３ｂを形成する作業が容易になる。
【００４０】（７）  カバー１５はＡＣＦ３４を介して
基板１２に接着され、ＡＣＦ３４として熱硬化性樹脂中
に導電粒子３４ａが分散状態で存在するものが使用さ
れ、ＡＣＦ３４は熱硬化性樹脂がＢステージ（半硬化）
の状態で貼付され、加熱加圧により樹脂がいったん軟化
して接着硬化される。従って、カバー１５の基板１２に
対する接着と、各配線２９ａ～３３ａ，２９ｂ～３３ｂ
のデータ電極１６等との接続を同時に、かつ容易にでき
る。また、熱硬化性樹脂に代えて熱可塑性樹脂が使用さ
れた構成のＡＣＦに比較して、ＡＣＦ３４を基板１２の
所定位置に貼付する作業を行い易い。
【００４１】なお、実施の形態は前記に限らず、例えば
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次のように構成してもよい。
○  第１データ電極ドライバ２０、第２データ電極ドラ
イバ２１及び走査電極ドライバ２２をカバー１５の内面
に配設する代わりに、カバー１５の外面に設けてもよ
い。図６は図１と同じ位置で切断した模式断面図を示
し、第１データ電極ドライバ２０のみ図示される。配線
２９ａ～３３ａ，２９ｂ～３３ｂ（いずれも図示せず）
は、カバー１５の外面に形成される。各配線２９ａ～３
３ａ，２９ｂ～３３ｂは、カバー１５の上面に沿って延
びるとともに、周面と対応する位置で下方に屈曲し、さ
らに他端が周縁部１５ｂに回り込むように形成されてい
る。この場合も、前記実施の形態の（１）～（４）及び
（７）と同様な効果が得られる。また、吸湿剤（図示せ
ず）の配置位置の自由度が大きくなる。
【００４２】○  走査電極１８を２分割して同時に駆動
する場合、図７に示すように、２個の走査電極ドライバ
２２を設けてもよい。この場合、両走査電極ドライバ２
２として容量の小さなＩＣを使用できる。
【００４３】○  表示部１９を２分割せず、図８に示す
ように、駆動用回路素子として１個の第１データ電極ド
ライバ２０と、１個の走査電極ドライバ２２とを設けて
もよい。この構成では、第１データ電極ドライバ２０の
配線２９ａと、走査電極ドライバ２２の配線３３ａと
を、カバー１５のそれぞれ異なる辺で接続パッド端子２
３及び接続パッド端子２７と接続することも可能である
が、同じ辺で各接続パッド端子２３，２７と接続するよ
うに配設されている。従って、外部の制御装置（表示コ
ントローラ２８）との接続工数を低減できる。
【００４４】○  各配線２９ａ～３３ａ，２９ｂ～３３
ｂは、ＩＴＯで形成する必要はなく、金属で形成しても
よい。金属で形成した場合は、ＩＴＯで形成した場合に
比較して配線の断面積が同じであれば抵抗率が小さくな
る。なお、駆動用回路素子をカバー１５の外面に配設す
る場合、各配線２９ａ～３３ａ，２９ｂ～３３ｂを金属
製にしたときは、使用環境により腐食が生じるのを防止
するための保護処理が必要になる。
【００４５】〇  カバー１５を基板１２に固定するのに
使用するＡＣＦ３４として、熱硬化性樹脂中に導電粒子
３４ａが分散状態で存在する構成に限らず、熱可塑性樹
脂中に導電粒子が分散状態で存在する構成ものを使用し
てもよい。
【００４６】〇  カバー１５を基板１２に固定するのに
使用するＡＣＦ３４に代えて、異方性導電材料を基板１
２に塗布してもよい。異方性導電材料は接着剤、導電材
料及び分散剤が主材料となる。接着剤には熱硬化性接着
剤、熱可塑性接着剤があり、導電材料にはＡＣＦで使用
される導電粒子等を使用できる。異方性導電材料は、例
えば、ディスペンサーにより基板１２に塗布される。異
方性導電材料の塗布後は、ＡＣＦ貼付後と同様な手順で
カバー１５が基板１２に固定される。 *
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*【００４７】○  各駆動用回路素子（第１及び第２デー
タ電極ドライバ２０，２１、走査電極ドライバ２２）を
各配線２９ａ～３３ａ，２９ｂ～３３ｂに接続する際に
使用するＡＣＦについても、ＡＣＦ３４と同様な変更及
び代替手段を適用できる。
【００４８】○  有機ＥＬ層１７は白色発光層に限ら
ず、青色発光層を使用してもよい。この場合、カラーフ
ィルタ１３として色変換層を備えたカラーフィルタを使
用することにより、カラーフィルタ１３を透過後の光が
Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の画素に対応する色の光
となる。従って、白色発光層の場合と同様に、同一色の
発光層で所望の色を再現することができる。
【００４９】○  カラー表示の有機ＥＬ表示装置１１と
して、カラーフィルタ１３を使用する構成に代えて、有
機ＥＬ層１７を白色発光層に代えて、赤、青、緑の３種
類の発光層を使用する構成とすれば、カラーフィルタ１
３を省略できる。
【００５０】〇  有機ＥＬ表示装置１１はカラー表示装
置に限らず、モノクローム表示装置であってもよい。こ
の場合、有機ＥＬ素子１４の各有機ＥＬ層１７が同じ色
で発光するように形成される。
【００５１】〇  パッシブマトリックス駆動方式の有機
ＥＬ表示装置に限らず、アクティブマトリックス駆動方
式の有機ＥＬ表示装置に適用してもよい。
○  カバー１５をガラスで形成する場合、凹部１５ａを
サンドブラストやエッチングで形成する代わりに、ガラ
ス板を加熱して軟らかくした状態で、金型でプレスして
所定形状の凹部１５ａを形成してもよい。
【００５２】○  カバー１５はガラス板のように透明な
材質で形成されたものに限らず、不透明な材質、例え
ば、磁器等のガラス以外のセラミックスで形成されたも
のであってもよい。また、酸素や水分透過性の低い樹脂
や、樹脂と金属膜との積層体で形成してもよい。
【００５３】前記実施の形態から把握される発明（技術
的思想）について、以下に記載する。
（１）  請求項５に記載の発明において、前記カバーは
内側に設けられた凹部の周縁が斜状に形成されている。
【００５４】（２）  請求項１～請求項５及び前記技術
的思想（１）のいずれか一項に記載の発明において、前
記カバーは前記基板に対して異方性導電材料を介して接
着されている。
【００５５】（３）  前記技術的思想（２）に記載の発
明において、前記異方性導電材料は異方性導電シートで
ある。
【００５６】
【発明の効果】以上、詳述したように、請求項１～請求
項５によれば、小型化を可能にし、かつ外部の制御装置
との接続工数を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  一実施の形態の有機ＥＬ表示装置の模式断面
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図。
【図２】  同じくカバーを取り外した状態の模式平面
図。
【図３】  カバー上の駆動用回路素子等の接続状態を示
す模式平面図。
【図４】  （ａ），（ｂ）はＡＣＦによる接続作用を示
す模式図。
【図５】  有機ＥＬ表示装置をドライバに接続した状態
の模式平面図。
【図６】  別の実施の形態の模式断面図。
【図７】  別の実施の形態の模式平面図。 *
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*【図８】  別の実施の形態の模式平面図。
【符号の説明】
１１…有機ＥＬ表示装置、１２…基板、１４…有機ＥＬ
素子、１５…カバー、１５ｂ…周縁部、１６…第１電極
としてのデータ電極、１７…有機ＥＬ層、１８…第２電
極としての走査電極、１９…表示部、２０…駆動用回路
素子としての第１データ電極ドライバ、２１…同じく第
２データ電極ドライバ、２２…同じく走査電極ドライ
バ、２３～２７…接続パッド端子、２９ａ～３３ａ，２
９ｂ～３３ｂ…配線、３５，３６…マーク。

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図６】
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